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@my I - o }B Leiferplaffe 1
R PCB
@max 0.5 - - 2:047£0.05 —~ A — |0T]A = Massgefend st der deufsche Text
Rastermass. Toleranz @15 - " ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
A~ pro 30 Kontakfe +0.7 N Verwendumg fuer Leiferplatfendicke: 1.6 =£0.74mm
— |0.1|B == PITCH DIMENSION,TOLERANCES USED ON PCB THICKNESS: 1.6 ~+0.14mm
PER 30 CONTACTS =£0.2 )
E
. Loetbarkeit nach DIN 40046
SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN 40046
A Konfakfstift siehe Zeichnung, Tt 114-94201 Version B
max&@o CONTACT PIN SEE DRAWNG TE 114-94201 VERSION B
/6\ Zustand vor dem Linpressen
B-B STATUS BEFORE INSERTION
% 7 /Julaessige Saefelfoermigkeif: 40mm/m
PERMITTED SABERSHARPNESS: 4Omm./m

Einpresszone fuer 1.6mm Leiferplatte

maxjoo @ Anforderung an Leiterplafttentoch, siehe Tabelle 1

PRESS-IN AREA FOR 1.6mm PCB
REQUIREMENTS ON PCB HOLE, SEE TABLE 1

>

: : Tabelle 1 - e - , , ,
Lochaufbau in der Leiterplatte TARLE 1 Ell’ul_rzt}l?ll\?GttleAré;O%%hrgléglH(SJPLTEZIng?EISn /o Verpackungseinheit: 50.000 Stck. auf Einweg Kunststoff-Spule @ 588mm
J-U HOLE CONSTRUCT FOR PCB . ' mit Zwischenlagenpapier, 3 Spulen im Karton
207 PACKAGING UNIT: 50.000 PCS ON ONE-WAY PLASTIC REEL DIA.588MM
Lochaufbau LP NS °
o e A\ AN N W ITH INTERLEAVING PAPER, 3 REELS IN BOX.
, Lochaufbau (Zinn/Blel) in der Leiterplaffe (siehe Tabelle 1)
Ueberstand min. 50 um %%EEP@SEEUEHNG 25-75 um 25-75 um 25-50 um HOLE CONSTRUCT (TIN/LEAD) FOR PCB (SEE TABLE 1)
’ 110 . : . .
RESTRING MIN. 50 um ~ |7Zinn/Blei Schicht N Lochaufbau (Nickel/Gold) in der Leiferplafte (siehe Tabelle 1)
TINJLEAD COATING L-10 um - - HOLE CONSTRUCT (NICKEL/GOLD) FOR PCB (SEE TABLE 1)
/inn Schicht 7y Lochaufbau (Zinn) in der Leiterplatte (siehe Tabelle 1)
TIN COATING . . U.5=1.5 um HOLE CONSTRUCT (TIN) FOR PCB (SEE TABLE 1)
H[[KKGE& S[EBA[TWNG - Mmax. 5 um - AN Verdrenung Action Pin Spitze max. 30°
DISTORTION OF ACTION PIN TIP MAX. 30 DEG.
Gold Schichft @ D
Tabelle 3 - - , L -~
TABLE 3 GOLD COATING max. 0.z um /4, Material spezifiziert nach UNS C19002 N
PR . ST - . 9 Bohr & T o 0ot o 0ot MATERIAL SPECIFIED ACCORDING TO UNS C19002 '
Corion | PTPT I I e HUtEVDAa 4, Spulen mit Kunststoff-Spule PN 1-1498100-8 mif
87%3%477/5 A TN : N i e Plattierter @ : +0.09 : +0.09 ?O7+O°055 /wischenlagenpapier PN 1-740973-7, Transportkartfon 973051-7
A S otonL A | ST T T, | - s PLATED DIA. -0,06 -0.06 7 -0.045 REELED ONTO PLASTIC REEL PN 1-1498100-8 W ITH INTERLEAVING
: “ PAPER PN 1-740973-2, SHIPPING CARTON 973051-2
ANB-96396L-84| A Silver/Silber 7 N - |67
3963947 | A Jol/eoL > | A - [T Tabelle 2 TN T S
2-96396L-6 B CUNSi REB0S Zinn/TIN 0.05 7 3.6 | 7.75 | 1.7 ZDwuise[ﬂhemageﬁéaemeF PN 7045732‘. Transportkarton 973051-2
B 2-963964 -5 C e Zinn/TIN ° 8.2 | 17.8 | 9.25 | 21.4 Goldausfuenrung: 0.8 um bis 2 um Au ueber Nvi ﬁ 1.3 um TO 2.5 pm NICKEL UPON PLATING AFTER FORMING SEQUENCE
9-963964 -4 A Zinn/TIN 7 | 13.6 | 7.75 | 17.2 Zone 1" GULD™ VERSTON: 0.6um 10 Zpm Au OVER NI 13 m bis 2.5 un Nickel nach Forngebung ueber alles
: AREA /inn-Ausfuehrung: 1 um bis 3 um Sn ' '
8-963964-4 /A B Zinn/TIN 7 9.8 - 13.4 TIN-VERSION: 1 pm TO 3 um Sn _ SN
3-96396L4 -4 A Gold/GOLD 5.5 9.8 - 13.4 SILVER-VERSION 1.5 um fto 5 um Ag over Ni THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |7/ g, ) .
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (IS0 STANDARDS).[¢ 100EC 2007 - TE TE Connectivity
2-963964-4 B Zinn/TIN 7 9.8 - 3.4 —— 1 T Sieler
A 12963964 -1, 3 Gold/GOLD 5 G 9.8 B 3.4 A THE PN 8-963964-8 is in development status Zone I Schichtdicke: WQB}JW Dis 7.7 MITI N | MASSE\H%WEN: O PSLCLGEME\NT;];ERBANZEN : S . pNMggp q o
B B , B The 8-963964-8 is not released for serial production COAT THICKNESS: ﬂu}Mm 19 2.7 um N LG 100 PRODUKTSPEZ. mm
2-963964-3 B Zinn/TIN 7 | 8.05 11.65 AREA | T |
PN 8-963964-8 ist in dem Enfwicklungsstand. FOR PN 8-9639464-8 d t 2 PLC 40.1 ETRTaS SO ACTION PIN fuer 1mm Loch, freistehend
1-963964 -3 B Gold/GOLD 5.5 8.05 - 11.65 Part number 8-963964-8 ist nichf fF@g‘Q@Q@Deﬂ fur serieproduction U e ﬁ E@ 131 Etg i 1o VERARBE | TUNGSSPE?. SIZE | CAGE CODE |DRAWING NO RESTRICTED TO
ANGLES INKF] - ZEICHNUNGS-NR. NUR FUER
TE CONNELT1 VT DBERLACEME ) GE MO [ GRaMM | CFT | L | T W Zone ‘" | Schichidicke: 0.8 um bis 1.8 pm Sn ueber Ni e B . A 1100779 (C=963964 -
VERSION BESTELL-NR. REV. m SURFACE R ' ° ° | CuNiSi R580S - GEw ICHT
R . MATERIAL T ézegh 59 G0 ICHT AREA COAT THICKNESS: 0.8 um TO 1.8 um Sn OVER Ni CUSTOMER DRAW ING JKONDENZE 1CHINONG |SCE 0.1 [SFEET 4 0 [Rep o
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© BMECTE Mbl CO3LLAEM BYOYLLEE B8 info@moschip.ru

O6LLecTBO C orpaHMYeHHON oTBETCTBEHHOCTBIO «MocHuny WMHH 7719860671 / KIMNM 771901001
Appec: 105318, r.Mockea, yn.LLlepbakoBckas 4.3, odmc 1107

[aHHbIn KOMMNOHEHT Ha TeppuTopun Poccuinickon depepauumn

Bbl MoxeTe npuobpectu B komnaHun MosChip.

[lnsa onepaTtuBHOro ocdopmnenus 3anpoca Bam HeobxoomMmo nepenT No faHHON CChISKe:

http://moschip.ru/get-element

Bbl MoxeTe pa3mecTuTb Y Hac 3aka3 and nboro Bawero npoekTa, 6yab To
cepuiiHoe Npomn3BOACTBO MM pa3paboTka eguHUYHOro npubopa.

B Hawem acCcCopTnMeHTe npencTasiieHbl Begywmne MmpoBblie NMPoOnN3BOANTENIN aKTUBHbIX U
NacCUBHbIX 3JTIEKTPOHHbIX KOMIMOHEHTOB.

Hawen cneumanusauuen sBnseTcs NOCTaBKa 3N1EKTPOHHOMW KOMMOHEHTHON 6a3bl
OBOWHOro Ha3HayeHus, npoaykummn Takmx npounssoantenen kak XILINX, Intel
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits,
Amphenol, Glenair.

CoTpynHMyecTBO € rnobanbHbIMU OUCTPUOLIOTOPaMN 3NEKTPOHHBIX KOMIMOHEHTOB,
npegocTraBnseT BO3MOXHOCTb 3aKa3blBaTb 1 MOfly4aTb C MEXAYHAPOOHbIX CKNaaos
npakTuyecku nobon nepeyeHb KOMNOHEHTOB B ONTUMarbHble aAnsa Bac cpoku.

Ha Bcex aTanax pa3paboTKu 1 NPOM3BOACTBA HalLW NapTHEPbI MOTYT NOMy4YnTb
KBanumunpoBaHHy NOAAEPXKY OMNbITHbIX UHXEHEPOB.

Cuctema MeHeXMeHTa KayecTBa KOMNaHum oteevaeT TpeboBaHNAM B COOTBETCTBUM C
rOCT P MCO 9001, TOCT PB 0015-002 n 3C P, 009

Odomc no pabote c OPUANHECKUMU NTULLAMMU:

105318, r.Mockea, yn.lWepbakosckaa a.3, ocdomc 1107, 1118, AL, «LUepbakoBcKkuniny»
TenedoH: +7 495 668-12-70 (MHOrokaHanbHbIN)
dakc: +7 495 668-12-70 (006.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype otaena npogax:
moschip.ru moschip.ru_6
moschip.ru_4 moschip.ru_9


mailto:info@moschip.ru

